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二、说明、目录、图表目录

        集成电路封装在电子学金字塔中的位置既是金字塔的尖顶又是金字塔的基座。说它同时

处在这两种位置都有很充分的根据。从电子元器件（如晶体管）的密度这个角度上来说，IC

代表了电子学的尖端。但是IC又是一个起始点，是一种基本结构单元，是组成我们生活中大

多数电子系统的基础。同样，IC不仅仅是单块芯片或者基本电子结构，IC的种类千差万别（

模拟电路、数字电路、射频电路、传感器等），因而对于封装的需求和要求也各不相同。本

文对IC封装技术做了全面的回顾，以粗线条的方式介绍了制造这些不可缺少的封装结构时用

到的各种材料和工艺。

        中企顾问网发布的《2022-2028年中国集成电路封装市场评估与投资前景报告》共七章。

首先介绍了集成电路封装行业市场发展环境、集成电路封装整体运行态势等，接着分析了集

成电路封装行业市场运行的现状，然后介绍了集成电路封装市场竞争格局。随后，报告对集

成电路封装做了重点企业经营状况分析，最后分析了集成电路封装行业发展趋势与投资预测

。您若想对集成电路封装产业有个系统的了解或者想投资集成电路封装行业，本报告是您不

可或缺的重要工具。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等

数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及

市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。
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（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.9 天水华天科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.10 南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业产品结构及新产品动向

（4）企业销售渠道与网络
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第7章：中国集成电路封装行业投资分析及建议()

7.1 集成电路封装行业投资特性分析

7.1.1 集成电路封装行业进入壁垒

（1）技术壁垒

（2）渠道壁垒

（3）人才壁垒

（4）市场规模壁垒

（5）出口资质壁垒

7.1.2 集成电路封装行业盈利模式

7.1.3 集成电路封装行业盈利因素

7.2 集成电路封装行业投资兼并与重组分析

7.2.1 集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

7.2.2 国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

7.2.3 国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

（1）通富微电公司投资兼并与重组分析

（2）华天科技公司投资兼并与重组分析

（3）长电科技公司投资兼并与重组分析



7.2.4 集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

7.3 集成电路封装行业投融资分析

7.3.1 产业基金对集成电路产业的扶持分析

（1）基金对集成电路产业的扶持情况

（2）近年来国家产业基金集成电路投资情况

（3）电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

（4）大基金对集成电路产业的投资情况

（5）大基金对集成电路产业的投资建议

7.3.2 集成电路封装行业融资成本分析

7.3.3 半导体行业资本支出分析

7.4 集成电路封装行业投资建议

7.4.1 集成电路封装行业投资机会分析

（1）宏观环境改善

（2）政策的利好

（3）产业转移

（4）市场因素

7.4.2 集成电路封装行业投资风险分析

（1）政策风险

（2）技术风险

（3）供求风险

（4）宏观经济波动风险

（5）关联产业风险

（6）产品结构风险

（7）企业生产规模风险

（8）其他风险

7.4.3 集成电路封装行业投资建议

（1）投资区域建议

（2）投资产品建议

（3）技术升级建议
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